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摘   要 ：  AI（Artificial Intelligence，人工智能）芯片技术是 AI 时代的核心，被广泛应用于自动驾驶、智能穿戴等领域。由于其

涉及 AI 算法和集成电路设计等多学科交叉，单一理论教学难以满足社会需求，学生工程实践能力较弱。高校作为科技

人才培养的重要平台，亟需推进 AI 芯片设计教学改革。本文提出“项目驱动 + 实践引领”教育理念，通过项目实例

贯穿教学，增强学生对 AI 芯片产业的理解，激发学习动力，培养动手实践能力，全面提升学生综合素质，满足 AI 芯

片领域的人才需求。
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A b s t r a c t  :   AI (Artificial Intelligence) chip technology is the core of the AI era and is widely used in fields such as 

autonomous driving and smart wearables. Due to its involvement in interdisciplinary integration of AI 

algorithms and integrated circuit design, single theoretical teaching is difficult to meet social needs, and 

students' engineering practice ability is relatively weak. As an important platform for cultivating scientific 

and technological talents, colleges and universities urgently need to promote the teaching reform of 

AI chip design. This paper puts forward the educational concept of "project - driven + practice - led". 

By running through teaching with project examples, it enhances students' understanding of the AI chip 

industry, stimulates their learning motivation, cultivates their practical ability, comprehensively improves 

students' comprehensive quality, and meets the talent demand in the field of AI chips.
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引言

由于电子设备智能化的快速普及与应用，电子器件的集成化要求、智能化要求与日俱增，并且随着 AI（Artificial Intelligence，人

工智能）技术的飞速发展，国家的 AI 技术高尖端人才缺口一直很大，因此各高校一直在 AI 技术教育、AI 科研突破方面进行研究与改

革。物联网、AI、5G 等技术的蓬勃发展开辟了拥有巨大潜力的应用场景和市场空间 [1]，但是面对新的应用场景，传统计算芯片的算力通

常难以满足其计算需求。在此情况下，国家进一步提出了对于 AI 与芯片设计交叉性人才的要求。

《AI 芯片设计与应用》这门课程主要是讲授如何将 AI 算法技术与集成电路芯片设计融合交叉，其中不仅涉及 AI 方向的基础知识、

算法原理，还涉及芯片设计的流程、算法部署的具体应用等内容，与实际生产、生活息息相关，具有很强的工程应用背景与科技发展前

景。在本科教育阶段，如 AI 专业的学生具有一定的智能算法学习基础与编程实现等知识基础，微电子专业学生具有器件工艺原理、仿真

设计等知识基础，但是随着国际形势的变化，国家对交叉性人才愈发渴望，亟需有一批既能够掌握智能算法、又能进行芯片工艺设计实

现的交叉性高尖端人才 [2]。在此背景下，本课程主要面向 AI 专业、智能科学与技术专业、微电子专业、电子信息专业、通信专业学生，

旨在打通智能大专业与微电子大专业之间的壁垒，帮助学生了解从软件算法、到硬件设计实现的完整技术－产业链相关知识，真正为国

家培养一批能够解决“卡脖子”难题的交叉性高尖端人才 [3]。
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一、提出“项目驱动 + 实践引领”的理念方针

AI 芯片是为国家 AI 产业算力需求提供支持的关键技术部分，

构成了 AI 核心技术的硬件基础，因此芯片设计产业是当下国家发

展 AI 科技的重要基础，但是受当下国际形势影响，我国芯片产业

始终无法突破封锁情况，实现高端芯片的自给自足，如何实现芯

片国产化是未来亟需解决的问题。当下 AI 科技技术培养体系已日

益成熟，各高校都有一套成熟的 AI 专业培养方案，能够为国家提

供大量的 AI 高尖端人才。但随着国家对于 AI 交叉领域人才的需

求日益增加，只针对 AI 技术进行人才培养的方案会逐渐无法满足

国家的人才战略需求。AI 技术的突破离不开芯片算力，而国家也

对 AI 芯片设计人才提出了新的需求，需要一批了解 AI 技术，同

时了解国产芯片设计的新型高尖端人才。

在此要求下，本课题结合学院特色，设计课程内容，制作更

容易接受、更适合学生学习的教学内容，解决学生对 AI 芯片学

习盲目性的问题，然后需要在教学内容的准备以及课时的安排时

宏观考量 AI 芯片知识体系下各个学科知识点的重要性，还需要考

虑到各个学科知识点的关联性以及连贯性，合理安排学生课程内

容、顺序以及课时，最后结合 AI 芯片案例来引导学生，开阔视

野，在教学过程中也不会以项目为重点进行讲授，点到即止，不

做硬性的考核要求，不让学生感到压力。

二、AI 芯片设计与应用课程教学改革

AI 芯片设计与应用课程对所需的 AI 技术、数字电路基础、集

成电路设计要求较高，需要学生了解软件算法、硬件逻辑与实现

等知识，如果没有较好的知识储备，仅靠32个学时的课程教学，

只能达到非 AI 专业学生、非微电子专业学生的水准，即“算法懂

一点、硬件逻辑懂一点、怎么部署不知道、怎么设计更不清楚”

的情况。此课程设计的根本目的是帮助学生打通软硬件之间的壁

障，突破 AI 专业学生主要会编程、微电子专业学生主要会仿真的

技术界限，由于 AI 技术的研究需要时间沉淀，同时微电子方面的

芯片设计同样需要大量的练习与尝试，因此如何在有限的时间内

帮助学生打通软硬件通路，为未来软硬件协同设计打好基础是最

重要、最需要慎重考虑的问题。

在教材选用方面，选择张正雄老师编写的《AI 芯片：前沿技

术与创新未来》教材。该教材可以认为是 AI 芯片设计的白皮书，

非常详细地介绍了 AI 芯片的发展、相关 AI 技术、AI 芯片的设

计基础、AI 芯片的具体应用，十分适合本课程的“打通路、强基

础”的目标。在课堂上，教师会摘取教材中重要的知识部分准备

幻灯片，同时准备横向扩展相关技术的教学幻灯片，旨在从点扩

散到面的教学主旨；同时在教学环节，教师也会针对关键环节进

行提问，包括 AI 技术、芯片设计技术，通过学生的回答情况，掌

握该生的知识掌握程度与薄弱环节，并以此为针对进行相应的知

识指导与相关资料推荐，以帮助学生在面对跨多学科学习时因为

无从下手导致的迷茫和焦虑情绪，通过为学生指出具体的学习方

向与相关技术内容，让学生在课后能够有的放矢地了解与学习，

在最大程度上减少不必要的时间与资源的消耗，提高教学效率与

教学质量。此外，在课程教学过程中，也会不断更新教学幻灯片

中的前沿科技技术、前沿产品内容，帮助学生了解相关技术的最

新进展，学习最新技术，不断接受新事物的冲击，激发学生内心

的探索兴趣和创新思考。

三、增强课程融合构建完善体系

AI 芯片涉及知识体系庞大，涵盖范围广，需要学生具有软

件、硬件方面相关知识基础 [4]。本课题对 AI 芯片相关课程的融合

如图2所示，在软件层面融合了《线性代数》《概率与信息论》《矩

阵论》《机器学习》《智能感知技术》《深度学习理论》、Pytorch

框架学习和 C++ 学习等相关学科的理论，此外还涉及前沿算法的

解读和实践，在硬件层面还要介绍《超大规模集成电路与系统》，

《AI 芯片原理与设计》，《计算机组成原理》和《现代操作系统原

理》等，作为研究生从硬件层面理解 AI 芯片的运行机制的基础，

此外还涉及对典型硬件平台的介绍和实践应用 [5-6]。课程主要面向

有相关课程基础的研究生，但同时考虑到基础较差的学生，对线

性代数、概率与信息论、机器学习基础等课程中核心内容以简洁

提要的形式教授，不过度加重学生负担，还可以保证不同基础的

学生都能尽快融入课程。

人工智能概论

深度学习算法

机器学习系统

软件
科目

计算机体系结构

计算机组成原理

AI芯片原理设计

硬件
科目深度融合

软硬件学科知识

深度学习框架 操作系统

图2 AI 芯片课程融合架构

本课题关联相关课程内容，糅合多个学科的核心内容，在软

件层面涵盖 AI 芯片所需的数学基础到算法再到代码实现的理论，

硬件层面的理论课程有助于学生理解和使用 AI 芯片，保证课程整

体内容丰富且连贯。

如图3所示，在经过本课题的改革之后，经过课程的学习，

学生将掌握 AI 芯片知识体系下相关学科的基础理论，具备主动了

解、解读前沿科学技术论文的能力，从软硬件层面理解 AI 芯片以

及搭载 AI 芯片的硬件平台的运行机制，通过一定的实践操作使学

生掌握搭载 AI 芯片的设备的基础使用，为学生在该领域实践工程

项目和科研创新打下基础 [7]。

智能算法库

软硬件协同软件 软件
层面

智能芯片体系结构

芯片指令集设计

硬件加速设计

硬件
层面构建更加完善全面

的软性协同体系
智能创新理论

图3 AI 芯片知识体系架构

四、面向实践与产出的教学目标

本课程最根本目标是培养一批能够满足国家对“AI+ 芯片”

人才需求的新时代研究者，因此除了教师在进行教学指导的过程
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中，也应该实时考查学生的掌握程度和遇到的难点问题，有的放

矢地在下一节课进行补充教学和难点答疑。

本门课程主要面向的是 AI 专业和微电子专业的学生，由于

这两门课程具有较大的独立性，在交叉融合后开设的 AI 芯片设

计课程更偏向于为这两个专业的学生打破壁垒，通过实际的方案

项目介绍、重要代码示例讲解来进行教学，提升学生对课程的兴

趣 [8-9]。考虑到不同专业的差异、学生的个体差异，本门课程的

教学内容更偏向于引导学生、开拓视野、促进学生主动探索更多

内容的教学安排，在教学过程中也更注重学生专业基础知识的掌

握程度，在课上教学过程中会穿插知识的问答考核，不仅涉及如

python 的 AI 专业编程语言知识，也涉及芯片制造流程中各个工

艺的相关基础知识，只有打破两个专业之间的通道，不断地穿插

教学，帮助学生学习如何将 AI 与芯片设计有机结合，才能更好地

实现 AI 与芯片设计专业的交叉融合 [10]。

五、结束语

面对当今社会对 AI 领域人才的巨大需求，高校迫切需要提升在

AI 领域的人才培养能力，与时俱进地加强 AI 芯片设计的教学改革。

本课题通过“项目驱动 + 实践引领”的方式，提出了一种面向应用领

域的 AI 芯片教学创新方案，采用增强课程融合、结合项目案例等手

段，旨在加强学生对 AI 芯片热点问题的认识、相关基础知识的积累与

工程方面的实践能力，为学生进一步开展 AI 芯片方面研究打下坚实基

础，进一步为信息智能化社会的输出高水平、高素质的相关人才。

参考文献

[1] 高广谓 , 李佳雯 . 基于学生能力导向的人工智能课程教学改革 [J]. 软件导刊 ,2023,22(02):178-183.

[2] 王碧 , 潘彪 . 基于软硬协同的“人工智能芯片”实验教学研究 [J]. 工业和信息化教育 ,2021(12):90-94.

[3] 吴飞 , 吴超 , 朱强 . 科教融合和产教协同促进人工智能创新人才培养 [J]. 中国大学教学 ,2022,(Z1):15-19.

[4] 赵艳芹 , 张兴华 , 张剑飞 , 高志军 , 常亮 . 高校人工智能课程教学与实践改革研究 [J]. 科教文汇 ,2022(24):95-97.

[5] 洪玫 , 严斌宇 , 余静 . 面向学生能力培养的课程教学设计——以软件工程专业为例 [J]. 中国大学教学 ,2022,(07):39-44.

[6] 潘彪 , 王碧 .“认知智能芯片设计与实现”课程教学研究与实践 [J]. 工业和信息化教育 ,2021(12):50-53,57.

[7] 祝带君 , 张伟明 . 基于 Scratch 的高能效人工智能语言教学系统构建 [J]. 自动化与仪器仪表 ,2025(2):266-269,274.

[8] 仇向华 . 现代学徒制人才培养模式的产教融合项目教学案例——人工智能行走555集成芯片机器人制作课程设计 [J]. 现代职业教育 ,2019(26):178-179.

[9] 贾伟 , 谢明山 , 王蓓 , 等 . 国产芯片驱动下的嵌入式课程综合实验教学设计 [J]. 中国信息技术教育 ,2024(18):105-109.

[10] 龙华 ,TAEHEE KIM.AI 环境下嵌入式技术基础课程教学改革探析 [J]. 科教导刊 ( 电子版 ),2024(32):103-105.


